
服务分项报价表

单位：元

序

号

货物

名称

数

量

单

位

制造

商

产地 品牌 型号 单价 合价

1 集
成
电
路
工
艺
制
造
及
封
测
虚
拟
仿
真
平
台

4 套 青软
晶尊

SKIC-13-XN 79880.00 319520.00

合计：319520.00

本项目最终报价为 319200 元，分项报价表根据最终报价同比例下调。



案例一览表及合同复印件

序号 项目内容 项目单位名称 合同签订日期

1

兰州理工大学集成电路封装与测试未来技

术学院产学研协同育人平台建设项目政府

采购项目

兰州理工大学 2023 年 1 月 9 日

2
培黎职业学院 2022 年度专业实训基地建

设项目（四包）
培黎职业学院 2022 年 9 月 8 日

3
兰州交通大学电科类产业内容资源及实训

服务采购项目
兰州交通大学 2023 年 12 月 8 日

4
深圳信息职业技术学院模拟集成电路设计

全流程项目综合培训服务
深圳信息职业技术学院 2023 年 12 月 25 日

5 兰州大学信息科学与工程学院 55nm 工艺 兰州大学 2024 年 12 月 6 日



芯片流片、封测服务采购项目合同

6
中国石油大学（华东）国产货物采购-FPGA

虚实结合在线实践平台
中国石油大学（华东） 2025 年 3 月 12 日

7
潍坊工程职业学院 2024 年实训室建设项

目
潍坊工程职业学院 2024 年 12 月 17 日




